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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(3) Transponderanordnung und Verfahren zu deren Herstellung 

® Die Erfindung betrifft eine Transponderanordnung, die 
eine Spule aufweist, deren Wicklungsenden mit einem in- 
tegrierten Schaitkreis verbunden sind, der auf einem Sub- 
strat aufgebracht ist. 

Um eine raumliche Anordnung von Spule und Substrat zu 
erzielen, die robust und mechanisch beiastbar ist, wird 
nach der Erfindung vorgeschlagen, die Spule als Luftspu- 
le auszubilden und direkt auf der Luftspule das Substrat 
(mit dem integrierten Schaitkreis nach unten) zu befesti- 
gen, z. B. zu kleben. 

Eine solche Transponderanordnung kann vorteilhaft in 
RF-ldentifizierungssystemen eingesetzt werden, die z. B. 
zur Kennzeichnung von Analyseprobebehaltern in der 
Chemie, Pharmazie und Mediztn verwendet werden. 
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Die Erfindung betrifft eine Transponderanordnung gemaB 
OberbegrifT des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zu 
deren Hersiellung gemaB Oberbegriff des Patentanspruchs 
17. 

Transpondcranordnungen dicscr Art werden heutzutage 
in den un terse hiedlichsten Anwendungen eingesetzt, urn 
Objekte identifizieren zu konnen. Hierzu wird eine solche 
Transponderanordnung am Objekt angebracht und mit Hilfc 
eines Schreibgerats Daten, die das Objekt kennzeichnen, in 
einen clektronischen Speicher der Transponderanordnung 
eingeschrieben. Zu einem spateren Zeitpunkt werden diese 
Daten oder ein Teil davon mit Hilfe eines Lesegerates wie- 
der aus dem elektronischen Speicher der Transponderanord- 
nung herausgelesen und zur Auswertung beispielsweise ei- 
ner Daten vcrarbeitungsanlage zugefuhn. Haufig werden 
beim Lesevorgang parallel oder zeitlich versetzt neue oder 
zusatzliche Daten in den elektronischen Speicher der Trans- 
ponderanordnung geschrieben. In einem solchen Fall wird 
anstelle des einfachen Lesegerats ein kombiniertes Lese- 
/Schreibgerat verwendet. 

Die Kommunikation zwischen Transponderanordnung 
auf der einen Seite und Lese- und/oder Schreibgerat auf der 
anderen Seite geschieht per induktiver Kopplung. Die Daten 
werden dabei in der Regel in Form eines modulierten hoch- 
frequenten Magnetfeldes gegebenenfalls verse hlusselt tiber- 
tragen. Die Signale konnen dabei in analoger oder digitaler 
Form vorliegen. Beim Schreibvorgang erzeugt das Schreib- 
gerat hochfrequente Magnetfelder. die die zu speichernden 
Daten enthalten und die von der Transponderanordnung 
empfangen und danach im elektronischen Speicher der 
Transponderanordnung abgelegt werden. Beim Lesevor- 
gang erzeugt die Transponderanordnung nach einer entspre- 
chenden Initiaiisierung durch das Lesegerat hochfrequente 
Magnetfelder, die die gespeicherten Daten oder einen Teil 
davon enthalten, und die vom Lesegerat empfangen und zur 
Auswertung weiterverarbeitet werden. 

Die Funktionsweise und der prinzipielle elektrische Auf- 
bau (Blockschaltbild) solcher Transponderanordnungen 
sind allgemein bekannt und sollen daher hien da dies auch 
nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist, nicht na- 
her erlautert werden. 

Verwendet werden solche Transponderanordnungen z. B. 
in sogenannten RF-Identsystemen (RF = Radio Frequency 
oder Hochfrequenz), die z. B. bei der MQllentsorgung zur 
Erfassung der Miilltonnenentleerungsdaten (Tag der Entlee- 
rung, Mullgewicht, Mullvolumen etc.) bei den cinzelnen 
Mulltonnen oder zur Identifikation von Analyseprobebehal- 
tem im chemischen oder pharmazeutischen oder medizini- 
schen Bereich eingesetzt werden. 

Haufig sind Transponderanordnungen dieser Art hohen 
mechanischen Belastungen ausgesetzu die einen robusten 
mechanischen Aufbau diese Anordnungen erfordern. Femer 
werden in vielcn Anwendungen spezielle raumliche Anfor- 
derungen gestellt, die nur mit sehr kompakten Aufbauten 
solcher Transponderanordnungen zu erftiUen sind. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, einerseits 
eine Transponderanordnung anzugeben, die zum einen sehr 
robust gegenuber mechanischen Belastungen sein sollte und 
zum anderen auch einen sehr kompakten Aufbau erlauben 
sollte, und andererseits ein Verfahren anzugeben, mit dem 
eine solche Transponderanordnung moglichst kostengiinstig 
hergeslellt werden kann. 

Die crfindungsgemaBe Losung der Aufgabe ist in Bezug 
auf die zu schalfende Transponderanordnung durch die 
Merkmaie des Patentanspruchs 1 wiedergegeben und in Be- 
zug auf das zu schaffende He rstellungs verfahren durch die 



Merkmaie des Patentanspruchs 17. Die ubrigen Anspruche 
enthalten vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der erfin- 
dungsgemaBen Transponderanordnung (Anspruche 2 bis 
16) sowie des erfindungsgemaBen Herstellungsverfahrens 
5 fur eine solche Transponderanordnung (Anspruche 18 bis 
24). 

Ein crster Vorteil der erfindungsgemaBen Transponderan- 
ordnung ist darin zu sehen, daB mit der Befestigung/Kle- 
bung des Substrats mit dem integrierten Schaltkreis direkt 
to auf der Luftspule eine sehr robustc und gegenuber mechani- 
schen Belastungen unempfindlichc Transponderanordnung 
geschaffen worden ist, die infolge ihres einfachen Aufbaus 
und ihrer einfachen Herstellung sehr kostengiinstig produ- 
ziert werden kann. 
15 Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daB mit der festen 
Verbindung Substrat/Luftspule der empfindliche integrierte 
Schaltkreis auf cinfachc Art und Weise vor mechanischer 
Zerstbrung geschiitzt werden kann. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das Substrat mit seiner Schaltkreis-Seite 

20 mit der Luftspule verklebt wird ("Face-Down-Technik"). 
Allerdings ist es auch mbglich, das Substrat mit seiner ande- 
ren Seite (der "Unterseite" ohne Schaltkreisstrukturen) mit 
der Luftspule zu verkleben. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die yon der kon- 

25 zentrisch gewickelten Luftspule umgebene Offnung frei von 
Bauteilen der Transponderanordnung ist und deshalb opti- 
mal fiir andere Zwecke genutzt werden kann (z. B. zum 
Durchfuhren von Teilen oder Materialien). 

Besonders vorteilhaft hat sich die erfindungsgemaBe 

30 Transponderanordnung in RF-Indentsystemen zur Identifi- 
kation von Analyseprobenbehaltern im chemischen oder 
pharmazeutischen oder medizinischen Bereich erwiesen, 
weil durch die Offnung der Luftspule problemlos die Pro- 
benbehalter befullt oder endeert werden konnen bzw. Pro- 

35 ben aus ihnen entnommen werden konnen. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren na- 
her erlautert. Es zeigen 

Fig. 1 eine bevorzugte Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaBen Transponderanordnung vor der Verklebung des 

40 Substrats mit der Luftspule in einer Seitenansicht, 

Fig. 2 die Transponderanordnung gemaB Fig. 1 in der 
Draufsicht (nicht maBstablich), 

Fig. 3 eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform der er- 
findungsgemaBen Transponderanordnung in einem Gehause 

45 im Querschnitt. 

Die Transponderanordnung in Fig. 1 besteht aus einer 
konzentrisch gewickelten flachen Luftspule I, die in der Fi- 
gur von der Seite gezeigt ist und deren Wicklungsenden 
(Drahtenden) 10, 11 mit AnschluBflecken 20, 21 (z, B. aus 

50 Aluminium oder Gold oder Nickel usw.) verbunden sind, die 
auf einem Substrat 2 aufgebracht sind. Auf dem Substrat 2 
befindet sich femer der (nicht gezeigte) elektronische 
Schaltkreis, der mit den beiden AnschluBflecken 20, 21 
elektrisch verbunden ist. 

55 In Fig. 2 ist die Transponderanordnung gemaB Fig. 1 von 
oben gezeigt (allerdings nicht maBstablich). Hier ist nun 
eine Klebeschicht 3 zu erkennen (z. B. ein doppelseitig kle- 
bendes Klebeband oder ein mit einem Kleber gctranktes Ge- 
webe (z. B. Glasfasergewebe) oder eine Klebeschicht oder 

60 eine Schicht aus VerguBmaterial (z. B. Kunstharz- oder Ep- 
oxydharzmaterial), auf die in einem anschlieBenden Herstel- 
lungsverfahrensschritt dann das Substrat 2 mit der Seite mit 
dem integrierten Schaltkreis nach untcn gcdruckt wird (wic 
in der Figur durch den Pfeil angedeutet). Die von der Luft- 

65 spulc 1 umgebene Offnung ist in Fig. 2 mit 12 bezeichnet. 
In den Fig. 1 und 2 ist die Transponderanordnung in ei- 
nem Zwischenstadium bei der Herstellung gezeigt, bei dem 
die beret ts fertiggewickelte Luftspule 1 an ihren Wicklungs- 
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cndcn 10, 11 bcrcits mit dem Substrat 2 vcrbundcn ist (z. B. 
niiitels eines direkten Bondverfahrens wie z. B. eines Ther- 
mokompressions- oder UltraschallschweiBverfahrens 
("Thermosonic oder "Ullrasonic"-Bondverfahren)X aberdas 
Substrat 2 noch nichl auf die Spule 1 geklebt worden isL 5 

In Fig. 3 dagegen ist die Transponderanordnung nach ih- 
rcr Fertigstellung und Einbringung in cine Spczialgehause 
im Querschnitt zu sehen. 

Zu sehen ist die Luftspule 1 im Querschnitt, das Substrat 
2, das - niit dcr Schaltkreisscite nach unten - mittels der 10 
Klcbcschicht 3 mit dcr Luftspule 1 verklcbt isL Luftspule 1 
und Substrat 2 befinden sich in einer Aufnahrne 6 eines Ge- 
hauses 4, die in ihrer Kontur der Kontur der Transponderan- 
ordnung 1-3 angepaBt ist. Verschlossen wird die Aufnahrne 
6 nach Einbringung der Transponderanordnung 1-3 durch 15 
einen Deckel 5, der z. B. mittels eines UltraschallschweiB- 
verfahrens fest mit dem Gehause verbunden wird Sowohl 
Deckel 5 ais auch das Gehause 4 weisen jeweils eine Off- 
nung 50, 60 auf, die konzentrisch mit der Offnung 12 der 
Luftspule 1 ubereinander angeordnet sind, so daB dadurch 20 
ein Kanal durch das Gehause hindurch entsteht, durch den 
Objekte bzw. Materialien hindurchgefuhrt werden konnen. 
Das Gehause ist speziell fur RF-Identsysteme zur Kenn- 
zcichnung von Analyseprobenbehaltem z. B. in der Chemic, 
Phannazie oder Medizin geeignet. 25 

Das Gehause 4 wird bei diesen Systemen mit der unteren 
weiten Offnung 40 direkt auf einen (in der Figur nicht ge- 
zcigten) Probenbehalter (z. B. ein Reagenzglas) gesteckt. 
Durch den Kanal 50, 60, 12, 40 kann dann problemlos der 
Probenbehalter beftillt oder entleert werden oder Proben aus 30 
ihm entnommen werden, ohne daB hierzu die Transponder- 
anordnung entfernt werden miiBte. 

Die zuvor beschriebene gehauste Transponderanordnung 
wird wie folgt hergestellt: 

Zunachst wird mittels eines herkommlichen Wickelwerk- 35 
zeugs die flache Luftspule 1 als konzentrisch gewickelte 
Spule gewickelt. Der Spulendraht ist mit einem Backlack 
umgeben, der wahrend des Wickelns oder nach dem Wik- 
keln der Spule erwarmt wird. Dabei werden die einzelnen 
Windungen der Spule (die aus einer oder mehreren Lagen 40 
von schneckenhausartig gewickelten Windungen bestehen 
kann) initeinander verbacken und bilden nach dem Erkalten 
einen starren, mechanisch belastbaren Spulenkorper, der mit 
Hilfe entsprechender PreBwerkzeuge oder mit Hilfe des 
Wickelwerkzeuges derart in Form gebracht wird, daB der 45 
verbackene Spulenkorper insgesaml die Form einer Unter- 
Icgscheibe mit zwei Fiachseiten annimmL 

Die Drahtenden 10, 11 der Spule werden nach dem Wik- 
kel-, Back- und PreBvorgang mit Hilfe eines Direkt-Bond- 
Verfahrens (z. B. Thermokompressions- oder Ultraschall- 50 
schweifiverfahren ("Thermosonic"- oder "Ultrasonic" - 
Bondverfahrcn)) mit den Aluminium-AnschluBflecken 20, 
21 auf dem Substrat 2 verbunden, die ihrerseits mit dem in- 
tegrierten Schaltkreis auf dem Substrat 2 verbunden sind. 
Der integrierte Schaltkreis enlhalt neben der Transponder- 55 
elcktronik (u. a. dem Funk-Sender/Empfanger und dem Da- 
tenspeicher) in der Regel auch einen Kondensator (mit einer 
Kapazitat von z. B. 200 pF), der zusammcn mit der Luft- 
spule 1 einen auf die Sende- bzw. Empfangstrequenz abge- 
stirmnten Resonanzkreis bildet (die Spule 1 dient als Sende- 60 
/Empfangsantenne der Transponderanordnung). 

Nach Abnahme eines Teils des Wickelwerkzeugs wird 
auf dcr cincn Flachseitc dcr Luftspule I eine Klcbcschicht 3 
aufgebracht, die als ein diinnes, elektrisch nichdeitendes, 
Uncbcnheitcn auf dcr Spule 1 bzw. dem Substrat 2 ausglei- 65 
chendes Medium dient, das das Substrat 2 mit der Luftspule 
1 dauerhaft verbindet. 

Als Klebeschicht kann z. B. ein klebergetranktes Ge- 



webc, z. B. Giasfascrgewebc ("Klebcprcprag"), vcrwendct 
werden oder ein doppelseitig klebendes Klebeband oder 
eine Schicht aus VerguBmaterial aus Kunstharz oder Ep- 
oxydharz oder eine Schicht aus einem fliissigen Klebemate- 
rial. Die Flache der Klebeschicht 3 kann dabei grbBer, gleich 
oder kleiner sein als die Flache des Substrats 2. Auf die Kle- 
beschicht 3 wird anschlicBend das Substrat 2 mil der Schalt- 
kreisseite nach unten ("Face Down") oder mit der gegen- 
iiberliegenden Seite ("Unterseite") nach unten aufgebracht 
bzw. cingedriickt. Nach AbschluB des Klebevorgangs ist da- 
mit das Substrat 2 dauerhaft mit der Luftspule 1 verbunden. 
Diese Einhcit kann bei Bedarf zwischen zwei ftexiblen Fo- 
lien einlaminiert werden oder in einer HF-durchlassigen 
Plastikschichl vergossen werden, die anschlicBend zu einem 
starren Korper erstam. 

Die Gesamtstarke einer solchen Transponderanordnung 
liegt typisch zwischen 0,1 mm und einigen Millimelern 
(z. B. 0,5 mm oder 1 mm). 

Die gegebenenfalls mit Folie oder einer Plastikschicht 
umgebene Einheit aus Luftspule 1, Klebeschicht 3 und Sub- 
strat 2 mit Schaltkreis wird in dem in Fig. 3 gezeigten Aus- 
fuhrungsbeispiel in die Aufnahrne 6 des Gehauses 4 gelegt 
und gegebenenfalls mil einem weiteren Folienkorper abge- 
deckt. Die Aufnahrne 6 ist dabei so gestaltet, daB sie die 
Luftspule 1 mit Substrat 2 vollstiindig aufnimmt und gege- 
benenfalls kraft- und/oder formttiissig mit ihr verbindet. Die 
Aufnahrne 6 wird anschlieBend mit dem Deckel 5 verschlos- 
sen, der z. B. mit Hilfe eines UltraschallschweiBverfahrens 
unlosbar mit dem Gehause 4 verbunden wird. Das Gehause 
4 wird anschlieBend mit der unteren weiteren Offnung 40 
auf den (nicht gezeigten) Probenbehalter aufgesteckt. 

Es versteht sich, daB die Erfindung nicht auf die beschrie- 
bene Ausfuhrungsbeispiele beschrankt ist, sondern viclmehr 
auf weitere ubertragbar ist. So ist es z. B. denkbar, anstelle 
der gezeigten ringformigen Spulen andere Spulenformen zu 
wahlen (z. B. dreieckforrnige, rechteckformige, ellipsenfor- 
mige, quadradsche oder n-eckformige Spulenkorper mit n > 
4). 

Patentanspriiche 

1 . Transponderanordnung, die eine Spule aufweist, de- 
ren Wicklungsenden mit einem integrierten Schaltkreis 
verbunden sind, der auf einem Substrat aufgebracht ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Spule (1) als Luft- 
spule ausgebildet und daB direkt auf der Luftspule (1) 
das Substrat (2) mit dem integrierten Schaltkreis befe- 
stigt ist. 

2. Transponderanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) als konzentrisch 
gewickelte Flachspule ausgebildet ist. 

3. Transponderanordnung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) als starre Flach- 
spule mit miteinander verklebten oder verbackenen 
Draht- oder Bandwindungen realisiert ist. 

4. Transponderanordnung nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) die auBere 
Form einer Unterlegscheibe aufweist. 

5. Transponderanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) die auBere Form 
einer ring- oder ellipsenrormigen oder rechteckigen 
oder quadratischen oder vieleckigen Unterlegscheibe 
aufweist. 

6. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
henden An sprue he, dadurch gekennzeichneL daB die 
Luftspule (1) mit ihrem beiden Wickelenden (10, 11) 
an metallische und auf dem Substrat (2) angeordnete 
und mit dem integrierten Schaltkreis in Verbindung ste- 



DE 197 28 

5 

hcndc AnschluBfleckcn (20, 21) vorzugsweisc aus Alu- 
minium oder Gold oder Nickel angeschlossen ist. 

7. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwi- 
schen Luftspule (1) und Substrat (2) mil dem inlegrier- 5 
ten Schaltkreis ein nichdeitendes, diinnes, Konturen- 
und Hohenunlerschiede in der Struktur ausgleichendes 
Medium (3) vorgesehen ist, das die Luftspule (1) mit 
dem Substrat (2) oder mit dem integrierten Schaltkreis 
auf dem Substrat (2) dauerhaft verbindeL 10 

8. Transponderanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Medium (3) eine cleklrisch 
nichtleitende Klebeschicht ist. 

9. Transponderanordnung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Klebeschicht (3) in Form ei- 15 
nes mit einem Kleber getrankten Gewebes, vorzugs- 
weise Glasfasergewebe, oder in Form cines doppelsei- 
tig klebenden Klebebandes oder in Form einer nach der 
Aufbringung ausharlenden Klebemasse, vorzugsweise 
bestehend aus einem Eiektronikschaltungskleber, oder 20 
in Form einer nach der Aufbringung aushartenden Ver- 
guBmaterialmasse, vorzugsweise bestehend aus einem 
Kunstharz- oder Epoxydharzmaterial, realisiert isL 

10. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 25 
Substrat (2) auf seiner den integrierten Schaltkreis tra- 
genden Seite mit der Luftspule (1) verbunden ist. 

11. Transponderanordnung nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei einer in Form einer 
Flachspule realisierten Luftspule (1) das Substrat (2) 30 
auf einer der beiden Flachseiten der Luftspule (1) befe- 
stigt ist, dergestalt, daB die Substratseite mit dem inte- 
grierten Schaltkreis zwischen Luftspule (1) und Sub- 
strat (2) angeordnet ist. 

12. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 35 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Anordnung aus Luftspule (1) Substrat (2) mit integrier- 
tem Schaltkreis und Klebeschicht (3) zwischen zwei 
Folien einlamimert ist. 

13. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 40 
henden Anspriiche, zur Kennzeichnung von Objekten, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein die Transponderan- 
ordnung (1, 10, 11, 2, 20, 21, 3) enthaltendes Gehause 
(4-6) an dem Objekt angebracht ist. 

14. Transponderanordnung nach Anspruch 13, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB das Gehause (4-6) eine der 
Kontur der Luftspule (1) entsprechende Aufnahme (6) 
aufweist, in die die Luftspule (1) und das Substrat (2) 
vollstandig eingebracht sind und die mit einem Deckel 
(5) vollstandig verschlossen ist. 50 

15. Transponderanordnung nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) als ring- 
formige Flachspule ausgebildet ist, die in der entspre- 
chend ringformig ausgebildeten Aufnahme (6) vor- 
zugsweise kraft- und/oder formflussig eingebracht ist. 55 

16. Transponderanordnung nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Aufnahme (6) eine erste 
kreisrorrnige OfTnung (60) umschlieBt und der Deckel 
(5) eine zweite kreisfbrmige Offhung (50) umschlieBt, 
und daB die Mitteipunkte der beiden OfThungeri (50, 60 
60) uhereinander angeordnet sind. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Transponderan- 
ordnung nach einem Anspriiche 1 bis 12, welche 
Transponderanordnung eine Luftspule enthalt, deren 
Wicklungsenden mit einem integrierten Schaltkreis 65 
verbunden sind, der auf einem Substrat aufgebracht ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Luftspule als konzentrisch gewickelte 




6 

Flachspule (1) gcwickclt wird; 

- daB anschlieBend die beiden Wickelenden (10, 
11) der Flachspule (1) mittels eines Bondverfah- 
rens mil AnschluBfiecken (20, 21) auf dem Sub- 
strat (2) verbunden werden, welche AnschluBflek- 
ken (20. 21) mit dem integrierten Schaltkreis in 
Verbindung stchen; 

- daB auf einer Seite der Flachspule (1) auf einem 
Teil der Flachspule (1) und/oder auf einer Seile 
des Substrats (2) (jeweils) cine elektrisch nichtlei- 
tende Klebeschicht (3) aufgebracht wind, und daB 
anschlieBend 

- das Substrat (2) auf die Klebeschicht (3) 
der Flachspule (1) oder 

- das mit einer Klebeschicht versehene Sub- 
strat mit der Klebeschicht auf der Flachspule 
oder 

- das mit der Klebeschicht versehene Sub- 
strat mit der Klebeschicht auf die entspre- 
chende Klebeschicht der Flachspule 

aufgebracht wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Subslrat (2) auf seiner den integrier- 
ten Schaltkreis tragenden Seite mit der Flachspule (1) 
verklebt wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Klebeschicht(en) ein 
mit einem Kleber getranktes Gewebe, vorzugsweise 
Glasfasergewebe, oder ein doppelseitig klebendes Kle- 
beband oder eine nach Aufbringung aushartende Kle- 
bemasse, vorzugsweise bestehend aus einem Eiektro- 
nikschaltungskleber, oder eine nach Aufbringung aus- 
hartende VerguBmaterialrnasse, vorzugsweise beste- 
hend auf einem Kunstharz- oder Epoxydharzmaterial, 
verwendet wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet daB die Flachspule (1) mit 
dem aufgeklebten Substrat (2) anschlieBend zwischen 
zwei Folien einlaminiert wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Bondverfahren ein di- 
rektes Bondverfahren, vorzugsweise ein Thermokom- 
pressionsschweiBverfahren oder ein Ultraschall- 
schweiB verfahren verwendet wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 21, 
zur Herstellung einer gehausten Transponderanord- 
nung nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

- daB die ungehauste Transponderanordnung 
(1-3) in eine entsprechend konturierte Aufnahme 
(6) eines Gehiiuses (4) eingebracht wird und 

- daB anschlieBend die Aufnahme (6) mit einem 
Deckel (5) verschlossen wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gehause (4) aus Thcrmoplastmalerial 
besteht und der Deckel (5) mittels eines Ultraschall- 
schweiBverfahrens mit dem Gehause (4) dauerhaft ver- 
bunden wird. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, daB in den Deckel (5) ein 
Loch (50) eingebracht wird, das sich iiber der durch die 
Aufnahme (6) gehildeten OfTnung (60) befindet. 
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